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9 CARCASA DE PROTECTIE A DISPOZITIVELOR
SEMICONDUCTOARE

(57) Rezumat:

Inventia se referd la o monturd destinatad protectiei i
mecanice si electrice a unui dispozitiv semiconductor e Ay
specializat, care functioneaza intr-un mediu ce poate fi r“%” “““““ -
explozibil, corosiv sau cu solicitari mecanice. Montura i
conform inventiei cuprinde o carcasa prevazuta cu o
talpa (1) in care este prevazuta o gaura (2) delimitata
de un perete filetat, pentru montarea unui dispozitiv (6)
semiconductor de putere, in talpa (1) fiind practicate si
patru gauri (3) pentru conectarea la un circuit, precum
si niste caneluri (4 si 5) orizontale si verticale, pentru
ancorarea dispozitivului (6), carcasa avand o umplutura
(7) din rasina sintetica, in care este semiincastrata o
contrapiulita (8) de strangere. Procedeul conform
inventiei cuprinde realizarea carcasei prin turnare din
aluminiu, cu prelucrare prin aschiere.

Revendicari: 5
Figuri: 15 : ¢

Examinator. ing. ION VASILESCU

la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, in
termen de 6 luni de la publicarea mentiunii hotararii de
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Inventia se refera la o carcasa destinata protectiei climatice, mecanice si electrice a
dispozitivelor semiconductoare specializate care functioneaza in conditii deosebite (medii
potential explozibile, atmosfera corosiva, solicitari mecanice etc.) - in special a dispozitivelor
de electrosecuritate (electroprotectie si decuplare electricd) a structurilor metalice expuse
atat coroziunii accelerate prin curenti de dispersie in curent continuu si/sau alternativ, cat si
incarcarilor accidentale cu sarcini electrice la tensiuni periculoase - inclusiv trasnete (con-
ducte metalice, rezervoare de produse petroliere, cabluri electrice subterane etc.).

Se cunosc carcase mecanice de protectie a dispozitivelor ,corp solid", destinate
electroprotectiei si decuplarii electrice a structurilor metalice expuse simultan atat mediilor
corosive, cat si incarcarilor sistematice (curenti de dispersie) sau accidentale (trésnete,
incarcari electrostatice) de sarcini electrice, caracterizate prin aceea ca elementul/ elemen-
tele active ale electroprotectiei sunt montate intro-o carcasa metalica realizata din mai multe
repere (de obicei din otel carbon) asamblate prin suduré. Aceste carcase metalice de pro-
tectie prezinta o serie de dezavantaje, curn ar fi: realizarea lor necesita un volum mare de
manopera si personal calificat (prelucrari mecanice si sudura de precizie), datoritd imbinarilor
prin sudura si a materialelor utilizate (obisnuit otel carbon) o slaba disipare termica, dupa
executie se impune o protectie climatica prin galvanizare, montura prezinta linii de contur-
nare electrica scurte ceea ce face ca sa fie neutilizabile in medii potential explozive.

Problema care apare la realizarea carcaselor destinate protectiei climatice si termice
a dispozitivelor semiconductoare specializate in electroprotectia si decuplarea electrica a
structurilor metalice, in special cele ce functioneaza in medii electrolitice si sunt protejate
impotriva coroziunii prin protectie catodica si/sau in mediu potential explozibil, consta atat
in asigurarea unei cat mai bune disipari termice a caldurii formate pe jonctiunile semicon-
ductoare, cét si in asigurarea unei bune protectii mecanice si climatice.

Este de asemenea cunoscut un dispozitiv de electroprotectie a structurilor metalice,
destinat protectiei polarizate si limitative in tensiune a acestor structuri, realizat in structura
hibrida dintr-o constructie sudata umpluta prin turnare cu o rasina organica (RO 119399,
publicat la 30.08.2004, s.a.).

Aceasta constructie asigurda mai buna disipare a caldurii degajate de jonctiunile
semiconductoare, dar nu rezolva aspectele tehnologice caracteristice constructiilor sudate.

Carcasa de protectie a dispozitivelor semiconductoare, conform inventiei, destinata
electroprotectiei si decuplarii electrice a structurilor metalice, cu polarizare in direct sau
inversa a dispozitivului semiconductor de putere fata de corpul metalic al carcasei umplute
cu ragina sintetica, inlatura dezavantajele mentionate anterior, prin aceea ca este realizata
fie integral din aluminiu, prin turnare si agchiere, fie dintr-un suport radiator peste care este
fixat corpul cilindric de protectie realizat dintr-un tub de plastic fie, in sfarsit, dintr-un tub de
plastic etansat la partea inferioara cu un element metalic, si avand la cealaltd extremitate
filetatd a dispozitivului semiconductor un radiator intern de forma cilindrica, cele doua
executii bazate pe un tub de plastic avand si posibilitatea realizarii unui montaj hibrid format
din mai multe dispozitive semiconductoare, la toate aceste variante constructive carcasafiind
umplutd cu rasina sintetica in care se inglobeaza elementele constructive din interiorul
carcasei ale dispozitivului/dispozitivelor semiconductoare.

Carcasa conform inventiei prezintd urmatoarele avantaje:

- partea metalica a carcasei se realizeazad din aluminiu si se elimina sudurile,
asigurandu-se astfel, atat o foarte buna disipare a caldurii degajate in timpul solicitarilor
electrice, cat si o executie simpl3;

- partile metalice nu necesita operatii de galvanizare in vederea asigurarii protectiei
climatice - in cazul exploatéarii in conditii climatice deosebit de severe, o protectie climatica
corespunzatoare se poate asigura prin eloxarea suprafetelor de aluminu expuse coroziunii
atmosferice;



RO 123391 B1

- carcasele semimetalice au liniile de conturnare lungi si sunt utilizabile si in medii
potential explozibile;

- nu necesita intretinere si nici amenajari speciale in timpul executiei si a exploatarii;

- se pot implementa/monta usor in cele mai diverse aplicatii;

- se executa usor, cu un volum redus de manopera.

Se dau in continuare mai multe exemple de realizare a inventiei, in legatura si cu
fig. 1...15, care reprezinta:

- fig. 1, sectiune longitudinala cu ruptura prin carcasa cu talpa, realizata integral din
aluminiu, cu polarizatie directa a carcasei;

- fig. 2, sectiune longitudinala cu ruptura prin carcasa cu talpa, realizata integral din
aluminiu, cu polarizatie inversa a carcasei;

- fig. 3, sectiune longitudinala cu rupturd prin carcasa fara talpa, cu suport radiator
din aluminiu si corp cilindric de protectie din tub de plastic, cu polarizatie inversa a suportului
radiator;

- fig. 4, sectiune longitudinala cu rupturéa prin carcasa fara talpa, cu suport radiator
din aluminiu si corp cilindric de protectie din tub de plastic, avand cablu de racord prevazut
Cu papuc, cu polarizatie directd a suportului radiator;

- fig. 5, sectiune longitudinala cu ruptura prin carcasa cilindrica de protectie din tub
de plastic si cu radiator interior, cu polarizatie invers& a cablului de racord prevazut cu
papuc;

- fig 6, sectiune longitudinala cu ruptura prin carcasa fara talpa, realizata prin
imbinarea suportului radiator, cu un corp cilindric de protectie din tub de plastic, in construc-
tie hibrida, cu polarizatie inversa a monturii hibride fatéd de suportul radiator;

- fig. 7, sectiune longitudinald cu ruptura prin carcasa fara talpa, realizata prin
imbinarea suportului radiator, cu un corp cilindric de protectie din tub de plastic si avand
cablu de racord prevazut cu papuc, in constructie hibridd, cu polarizatie directa a monturii
hibride faté de suportul radiator;

- fig. 8, sectiune longitudinala cu ruptura prin carcasa cilindrica de protectie din tub
de plastic si cu radiator interior, in constructie hibrida, cu polarizatie inversa a monturii
hibride faté de cablul prevazut cu papuc;

- fig. 9, sectiune longitudinala si vedere de sus a carcasei din fig.1 si 2;

- fig 10, sectiune longitudinala si vederi, de jos si de sus, ale suportului radiator din
fig. 3 si 4;

- fig. 11, vedere de sus si sectiune longitudinala prin elementul de etansare din
fig. 5si 8;

- fig. 12, vedere de sus si sectiune longitudinal& prin radiatorul interior din fig. 5;

- fig. 13, sectiune longitudinala si vederi de jos si de sus ale radiatorului suport din
fig.6si 7;

- fig. 14, vedere de sus si sectiune longitudinal& prin radiatorul interior din fig. 8;

- fig. 15, sectiune longitudinald prin corpul cilindric de protectie din plastic din
fig. 3...8.

Carcasa de protectie, conform inventiei, prezentata in fig. 1, asigura o polarizare in
direct a dispozitivului semiconductor fatd de carcasa si este formata dintr-o piesa din alu-
miniu (detalii de realizare in fig. 9) prevazuta cu talpa turnata 1 si prelucraté corespunzator,
prevazuta cu o gaura filetatd 2 pentru montarea dispozitivului semiconductor de putere 6,
patru gauri 3 in talpa pentru montarea pe o suprafata plana, canelurile orizontale 4 si verti-
cale 5 pentru o buna ancorare a dispozitivului semiconductor 6 in carcasa, dupa umplerea
carcasei cu rasina sintetica 7, rasina in care se semiincastreaza contrapiulita 8, in vederea
conectarii in montaj cu un cablu prevazut cu papuc, prin strangere cu piulita de strangere 9.
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in fig. 2 este prezentatd aceeasi constructie de baza din fig.1, care insa, asigura o
polarizare inversa a dispozitivului semiconductor fata de carcasa.

Conform unui alt exemplu de realizare, prezentat in fig. 3, carcasa este in executie
mixta, metal -plastic, asigura o polarizare inversa a dispozitivului semiconductor 6, fata de
suportul radiator 10 din aluminiu al carcasei (detalii de realizare in fig.10), este prevazuta cu
gaura filetatd 2 pentru montarea dispozitivului semiconductor 6, si respectiv, cu gaurile
filetate 11 pentru facilitarea conectarii in montaj, peste care se fixeaza un tub din plastic 12
(detalii de realizare in fig. 15) prevazut pe interior cu caneluri orizontale 4, in vederea unei
bune ancorari a rasinii sintetice de turnare 7, rasina in care se semiincastreaza ambaza
dispozitivului semiconductor, faté de care se conecteaza direct in montaj printr-o piulita de
strangere 9.

in fig. 4 este prezentatd aceeasi constructie principiala din fig. 3, in executie mixta
metal - plastic, care asigura o polarizare directd a dispozitivului semiconductor 6 fata de
suportul radiator 10 din aluminiu al carcasei si care are incastrat in rasina 7 capatul unui
cablu prevazut cu papuc 13, fixat de dispozitivul semiconductor de putere 6, prin piulitele 9,
capatul liber al cablului 13 fiind de asemenea prevazut cu papuc.

Carcasa conform unui alt exemplu de realizare, prezentatin fig. 5, destinata in primul
rand functionarii in medii potential explozibile, asigura polarizatia inversa a dispozitivului fata
de cablul de racord si are corpul 12 - prevazut cu caneluri orizontale 4 - realizat integral din
plastic (detalii de realizare in fig. 15), care se etanseaza la un capat prin elementul metalic
de etansare 14 (detalii de realizare in fig. 11) prevazut cu o gaura filetatad 2 pentru trecerea
ambagzei dispozitivului semiconductor 6 si conectarea acestuia in montaj. De asemenea - in
scopul unei bune disipari termice - carcasa este prevazuta cu un radiator interior 15 (detalii
de realizare in fig. 12) cu gauréa filetat, fata de care se fixeaza capatul interior al cablului de
racord 13, cu piulita 9, intreg ansamblul fiind umplut cu rasina sintetica 7.

Conform fig. 6, carcasa este destinata protectiei mecanice si climatice corespun-
zatoare a unui montaj hibrid, adica format din mai multe dispozitive semiconductoare 6 $i 17,
polarizat invers fata de corpul suportul radiator 16 metalic al carcasei - dispozitivele 6 si 17
fiind conectate intre ele cu dispozitive pasive 18 prin intermediul elementelor de contact 19
- care se monteaza pe un suport radiator din aluminiu 16 (detalii de realizare in fig. 13) in
gaurile filetate 2 practicate in acesta, suportul 16 fiind prevazut si cu gauri filetate 11, in
scopul montarii ansamblului in circuitul de protectie. Peste suportul 16 se fixeaza un tub din
plastic 12 (detalii de realizare in fig. 15) prevazut cu caneluri 4, in vederea unei bune
ancorari a raginii sintetice de umplere 7, care cuprinde partial $si ambaza dispozitivului semi-
conductor de putere 6, prin care, cu piulita 9, se monteaza ansamblul in circuitul de protectie.

Carcasa conform fig. 7 este destinata protectiei mecanice si climatice corespun-
zatoare a unui montaj hibrid, similar celui prezentat anterior, polarizat direct fata de suportul
radiator metalic 16 al carcasei. Rasina sintetica de umplere 7 cuprinde si un capéat al cablului
prevazut cu papuc 13, conectat, prin piulitele 9, direct la dispozitivul semiconductor de putere
6, capatul liber al cablului 13 fiind de asemenea prevazut cu papuc.

Carcasa conform fig. 8 este destinata protectiei mecanice si climatice corespunza-
toare a unui montaj hibrid, cu polarizare inversa fata de cablul prevazut cu papuc 13, montaj
format din mai multe dispozitive semiconductoare 6 si 17 - conectate intre ele cu dispozitive
pasive 18 prin intermediul elementelor de contact 19 - care se monteaza pe un radiator
metalic interior 20 (detalii de realizare in fig. 14). Ansamblul este introdus intr-un corp de
plastic 12 (detalii de realizare in fig. 15) prevazut cu caneluri 4, in vederea unei bune
ancorari a rasinii sintetice de umplere 7, care are montat la un capat elementul metalic de

4
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etansare 14 (detalii de realizare in fig. 11), prevazut cu gaura filetata 2, pentru trecerea
ambagzei dispozitivului semiconductor de putere 6, iar la capatul celalalt se umple cu rasina
sintetica 7, care acopera si cablul prevazut cu papuc de racord 13, fixat de radiatorul interior
20 si dispozitivul semiconductor de putere 6 prin piulitele de strangere 9.

Carcasa radiator 1, din fig. 1 si 2, se realizeaza conform fig. 9, din aluminiu, prin
turnare intr-o forma corespunzatoare si prelucrare prin aschiere.

Suportul radiator 10, din fig. 3 si 4, se realizeaza conform fig. 10, din bara de
aluminiu, prin debitare si prelucrare prin aschiere.

Elementul metalic de etansare 14, din fig. 5 si 8, se realizeaza conform fig. 11, din
bara de aluminiu, prin debitare si prelucrare prin aschiere.

Radiatorul interior 15, din fig. 5, se realizeaza conform fig. 12, din bara de aluminiu,
prin debitare gi prelucrare prin aschiere.

Suportul radiator suport 16 al dispozitivelor hibride, din fig. 6 si 7, se realizeaza
conform fig. 16, din bara de aluminiu, prin debitare si prelucrare prin aschiere.

Radiatorul metalic interior 20 al dispozitivelor hibride din fig. 8 se realizeaza conform
fig. 14, din bara de aluminiu, prin debitare si prelucrare prin aschiere.

Tubul cilindric din plastic 12, din fig. 3...8, se realizeaza conform fig. 15, din teava de
plastic, prin debitare si prelucrare prin agchiere.
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Revendicari

1. Carcasa de protectie a dispozitivelor semiconductoare, destinate electroprotectiei
si decuplarii electrice a structurilor metalice, cu polarizare in direct sau inversa a dispo-
zitivului semiconductor de putere fata de corpul metalic al carcasei umplute cu rasina sin-
tetica, caracterizata prin aceea ca aceasta carcasa (1) cu talp3, realizata integral din alu-
miniu prin turnare si aschiere, este prevazuta cu o gaura filetata (2) pentru infiletarea dispo-
zitivului semiconductor de putere (6), cu patru gauri (3), in talpa, pentru montarea in circuit,
precum si cu caneluri orizontale (4) si verticale (5) pentru buna ancorare a dispozitivului
semiconductor (6) dupa umplerea carcasei cu rasina sintetica (7), rasina in care se semi-
inglobeaza contrapiulita (8) sau, in cazul polarizarii inverse, ambaza dispozitivului (6), in
vederea conectarii in montaj cu un cablu prevazut cu papuci, prin strangere cu o piulita (9).

2. Carcasa de protectie a dispozitivelor semiconductoare, destinate electroprotectiei
si decuplarii electrice a structurilor metalice, cu polarizare inversa sau in direct a dispozi-
tivului semiconductor fata de suportul radiator, caracterizata prin aceea ca suportul radiator
cilindric (10) este prevazut pe o fatd cu o gaura filetatd (2) pentru montarea dispozitivului
semiconductor (6), iar pe fata opusa cu gauri filetate (11) pentru facilitarea conectarii in
montaj, peste suportul radiator (10) fiind fixat corpul cilindric de protectie realizat dintr-un tub
de plastic (12) prevazut pe interior cu caneluri orizontale (4) pentru buna ancorare a rasinii
sintetice (7), rasina in care se semiinglobeaza ambaza dispozitivului semiconductor (6) sau,
in cazul polarizarii in direct, papucul unui cablu (13) prevazut la ambele capete cu papuci,
papuc strans intre doua piulite (9), in vederea conectarii in montaj printr-o piulita de stran-
gere (9) si, respectiv, prin celalalt papuc al cablului (13).

3. Carcasa conform revendicarii 2, corespunzatoare unui montaj hibrid, caracterizata
prin aceea ca montajul hibrid este format din mai multe dispozitive semiconductoare (6, 17)
interconectate prin dispozitive pasive (18) si elemente de contact (19), iar suportul radiator
din aluminiu (16) are prevazuta pe fata cu gaura filetata (2) pentru montarea dispozitivului
(6) si o gauréa filetata (2) corespunzatoare filetului de pe ambaza celuilalt dispozitiv (17).

4. Carcasa de protectie a dispozitivelor semiconductoare, destinate electroprotectiei
si decuplarii electrice a structurilor metalice, in medii potential explozive, cu polarizare
inversd a dispozitivului semiconductor fatd de cablul de racord prevazut cu papuci,
caracterizata prin aceea ca aceasta carcasa de protectie in care este amplasat dispozitivul
semiconductor (6) este realizata dintr-un tub din plastic (12) prevazut pe interior cu caneluri
orizontale (4) pentru buna ancorare a rasinii sintetice (7), carcasa este etansata la partea
dinspre ambaza cu un element metalic de etansare (14) prevazut cu o gaura filetata (2)
pentru trecerea ambazei dispozitivului semiconductor (6), iar la cealaltd extremitate filetata
dispozitivul (6) are prevazut un radiator intern (15) de forma cilindrica, atat radiatorul (15),
cat si unul din papucii cablului (13), precum si piulita (9) de strangere montate pe aceasta
extremitate filetatd a dispozitivului (6) fiind inglobate in rasina.

5. Carcasa conform revendicarii 4, corespunzatoare unui montaj hibrid, caracterizata
prin aceea ca montajul hibrid este format din mai multe dispozitive semiconductoare (6, 17)
interconectate prin dispozitive pasive (18) si elemente de contact (19), iar radiatorul intern
(20) are prevazuta in afara de gaura filetatd pentru extremitatea filetata a dispozitivului (6)
si 0 gaura filetata corespunzatoare filetului de pe ambaza celuilalt dispozitiv (17).
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